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                                     Our efforts, your benefits!

电子组装工艺可靠性实战培训
主办单位：上海普瑞思管理咨询有限公司   上海创卓商务咨询有限公司
日期地址：2012年12月07-08日 深圳；12月21-22日苏州
培训费用：2500元/人（含培训费、资料费、午餐等）
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课程背景：
对电子产品而言，一是高效率、低成本的制造性，即电子产品的可制造性问题；二是电子产品的质量与可靠性问题，可制造性问题是制造厂家关注的重点，而电子产品的质量与可靠性问题则是客户评价产品的主要标准，在电子产品竞争越来越激烈的今天，越来越多的公司开始关注电子产品的可靠性问题，因为提高产品的质量与可靠性也就是提高客户的满意度、增加产品的竞争力。随着电子产品的核心芯片与产品设计方案越来越集中，影响产品质量与可靠性的因素集中在了制造和应用层面，而电子产品组装工艺的质量与可靠性对产品的质量与可靠性的影响也越来越大。

课程特点：

本课程针对电子行业越来越关注的产品工艺可靠性问题，讲述电子工艺可靠性的主要失效形式、失效机理、焊点与PCB的可靠性设计，焊点的仿真分析与寿命预测、工艺可靠性实验、工艺失效分析。课程内容是授课老师在总结多年从事SMT可靠性工程实践经验和对在职人员培训的基础上，根据业界SMT工程人员对可靠性要求越来越迫切的情况下确定的内容和主题,因此本课程的重点集中在工程应用层面与实际案例讲解,以工程实用性为出发点，尽量减少不必要的可靠性理论论述。

课程大纲：
1．电子工艺可靠性面临的挑战与困难

挑战：产品复杂 元器件复杂 PCB复杂

困难：理论不完善 难于建立完整的数学模型

提高电子组装工艺可靠性的策略：基于FA分析的可靠性逐步提高策略

2．元器件常见工艺可靠性问题与解决方案

2.1器件静电放电(ESD)失效的机理与解决

电子元器件的静电损伤机理

静电放电造成器件失效的模式

保障工艺可靠性的静电防护措施

2.2器件的潮湿敏感(MSD)失效机理与解决

塑封器件潮湿敏感失效机理

潮湿敏感器件的定义和分级

MSD标准与控制方法

保障工艺可靠性的潮敏措施

2.3 应力敏感元器件的机械应力失效机理与解决

机械应力造成器件失效的机理

元器件承受机械应力的来源

多层陶瓷电容（MLCC）的机械应力失效分析与解决

3．印制电路板（PCB）的可靠性问题

3.1 PCB可靠性的主要关注点

3.2 PCB的失效机理

3.3 小孔可靠性

小孔失效的机理与失效模式:典型失效案例

小孔寿命预测模型

PCB设计参数对小孔可靠性的影响

3.4 PCB走线的可靠性设计

3.5 PCB散热设计

3.6考虑机械应力的PCB可靠性布局设计

4．焊点失效机理与寿命预测

4.1 焊点失效机理 

4.2 焊点疲劳寿命预测模型 

4.3 典型焊点的疲劳寿命预测举例 

4.4 焊点典型失效案例讲解

5．电子组装过程的工艺可靠性 

软钎焊原理 

可靠焊接的必要条件

金属间化合物对焊接可靠性的影响

不同表面处理方式对焊接可靠性的影响

金属间化合物对焊接可靠性的影响 

不同表面处理方式对焊接可靠性的影响

金对焊点可靠性的影响

金属渗析

热损伤

空洞对焊点可靠性的影响

6．PCBA使用过程中的工艺可靠性问题与解决

锡须（Tin Whisker）

Kirkendall空洞

导电阳极丝(CAF):典型案例讲解 

电迁移

助焊剂残留造成的腐蚀失效

特殊工作环境对工艺可靠性的要求:典型案例讲解

7．常用PCBA工艺失效分析技术及应用场合

PCBA失效分析流程

金相切片分析

X射线分析技术

光学显微镜分析技术

声学显微镜分析技术

扫描电子显微镜技术

染色与渗透技术

电子组件工艺失效分析案例综合讲解

8．PCBA可靠性试验

可靠性试验目的

可靠性试验的分类

可靠性筛选试验

可寿命试验

加速试验

环境试验

9．讨论

老师介绍：王毅博士
工学博士，曾任职华为技术有限公司，8年以上大型企业研发及生产实践经验。主持建立华为公司SMT工艺可靠性技术研究平台，参与建设华为公司SMT工艺平台四大规范体系，擅长电子产品可制造性设计DFM 、SMT工艺可靠性设计DFR等DFx设计平台的建立与应用，在电子产品可制造性设计、SMT组装工艺缺陷机理分析与解决、失效分析、工艺可靠性等领域有深入研究与丰富的实践应用经验。获省部级科技进步一等奖一次，包括在《CHINES SCIENCE BULLETINE》等国际一流刊物发表学术论文30多篇，包括《BGA空洞形成的机理及对焊点可靠性的影响》、《微型片式元件焊接过程立碑工艺缺陷的分析与解决》、《QFN器件组装工艺缺陷的分析与解决》、《CCGA器件的可靠性返修》等SMT专业技术文章多篇。

培训和咨询过的知名企业：艾默生网络能源、南京熊猫爱立信、深圳市高新技术行业协会、日立汽车部件、霍尼韦尔安防（中国）有限公司、西蒙克拉电子(苏州)、上海大唐移动、中兴通讯、Optel通讯、厦门华侨电子、海尔、美的集团、格力电器、创维集团、康佳集团、联想集团、比亚迪、同洲电子、同维电子、TCL、大族激光、迈瑞生物医疗、富士康、英业达、炬力、固高科技、飞通光电、 步步高、万利达、宇龙、好易通、科立讯、金立、海康威视公司、长沙威胜集团、佛山伊戈尔集团、航盛电子、嘉兆电子科技（珠海）、斯比泰电子、中达电子、苏州万旭光电、山东省东营科英激光电子、南京汉业电子实业有限公司、深圳安科讯、电子十所、西安东风仪表厂、中海油服、北京人民电器厂……等。  

报名说明：
1. 报名方法：请填好报名表，传真或E-mail至我司，我司于培训前一周发《报到通知书》，通知您关于报到的相关事宜。

2. 付款方式：请于培训一周前把款项汇入我司帐号，把汇款底单传至我司；培训发票统一在报到时交付。现金现场支付。
电子组装工艺可靠性实战培训报名回执表
	公司全称（发票抬头）                         地址                  产品                      
联系人姓名            电话         职务            E-mail               手机               
参加学员信息

姓名              电话             职务            E-mail                手机                
姓名              电话             职务            E-mail                手机               

姓名              电话             职务            E-mail                手机               

付款方式：□电汇/转帐  □现金  （在所选项上打“√”）  付款总金额                               

住宿预定（协助预订，费用自理）：

住房日期从                     日入住至                 日退房，房间数量                    
你对此课程的需求：                                                                          

                                                                                            


电话：021-36338510/51877835    传真：021-36338510    Email:info@purise.com
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